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芯路突圍之三
國策支持
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半導體研發投入
屢創新高

產業從「追趕者」變
「並跑者」
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國家政策工具綜合發力 國產芯片「能用敢用好用」
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如今，半導體產業已是全球競爭

的核心戰場。面對西方技術封鎖與

貿易嚴控等外部複雜環境，中國政

府多年來展現出強大的政策韌性，

一方面利用中央財稅優惠、國家級

大基金、國家重大攻關規劃等頂層

設計，另一方面輔以地方配套政

策，形成完整的產業扶持鏈，半導

體全行業研發投入五年增加1.7

倍（見表），向設備、材料、AI

芯片等關鍵短板集中攻關，推動

中國半導體產業從「追趕者」向「並

跑者」的跨越，加速邁向國際頂尖水平。業

內人士表示，依託完整的全鏈條產業扶持體

系，廣大企業創新積極性顯著提升，研發投入屢

創新高，推動國產芯片加速突破「卡脖子」，實

現「能用、敢用、好用」。

●香港文匯報記者 郭瀚林 北京報道

香港文匯報AI製圖
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半導體行業屬重投資、高風險、長周期
之產業，尤其在創新研發與先進製程產線
的環節投入巨大，給企業帶來很大挑戰。
國家集成電路產業投資基金（國家大基
金）是國家為推動集成電路產業發展而設
立的國家級投資基金，主要職責和作用是
支持產業技術研發與創新等，已先後成立
3期。基金實行市場化運作，主要吸引大
型企業、金融機構以及社會資金，重點支
持集成電路製造領域，兼顧設計、封裝測
試、裝備、材料環節，推動企業提升產能
水平、實行兼併重組和規範企業治理，形
成良性自我發展能力。

三期共募集近7千億資金
根據公開資料顯示，第一期國家大基金

成立於 2014 年，募集規模約 1,387 億元

（人民幣，下同）。以製造領域作為基金
的投資重點，投資分布大致為集成電路製
造佔67%，設計佔17%，封測佔10%，裝
備材料類佔6%。
第二期國家大基金成立於2019年，規模
約為2,000億元，主要聚焦集成電路產業
鏈布局，重點投向芯片製造及設備材料、
芯片設計、封裝測試等產業鏈環節，支持
行業內骨幹龍頭企業做大做強。
到2024年5月，第三期國家大基金正式註
冊成立，註冊資本達3,440億元，超過前兩
期註冊資本總和。其中，六大國有銀行合
計出資1,140億元，為產業發展提供規模空
前的資金支持。基金延續對半導體產業鏈
「卡脖子」環節投資，強調「強鏈補鏈」與產
業鏈協同發展，以提升中國半導體產業的
自主可控能力和國際競爭力為目標。

「國家大基金的投入助力中國打造了基
本完整的半導體產業鏈，形成了一批領軍
企業，成熟製程的半導體設備國產化率持
續上升。雖與國際先進產品還有差距，但
已實現同台競爭。」北京元大投資公司創
始人兼總裁任麗必對香港文匯報記者表
示，近幾年中國半導體行業融資呈現先擴
張、後調整、逐步高質量發展的連貫態
勢，國家大基金政策工具更是構成全球罕
見的產業扶持強度。

建設自主可控生態系統
不過，她補充稱，國家產業基金的效果

不僅在於投入量級，而在於能否催生出具
有全球競爭力的企業和自主可控的生態系
統。如何從「資金驅動」走向「市場+創
新」雙輪驅動，將是下一階段核心命題。

北京熙誠紫光
科技公司董事劉
寧寧接受香港文
匯報記者採訪時
表示，「摩爾定
律」放緩與 AI
技術的快速發
展，正推動半導
體產業由「製程
驅動」向「系統
協同驅動」演

進，為後發國家提供了結構性躍遷機
遇。未來，芯片系統級的架構創新
可以釋放更大的價值空間，相關產
業政策需要及時跟進，基於中國獨
有的市場優勢換取技術定義的主動
權，引導行業從追趕邏輯轉向換道超
車思維。
「最好的產品未必是最先進的產
品，而是最符合市場需求的產品。」
劉寧寧認為，中國目前在7nm以下先
進製程領域與國際領先水平還存在一
定差距，短期內難以突破。不過，在
AI大模型、智能網聯汽車、機器人、
工業互聯網等戰略領域的爆發式增
長，催生了海量的非最先進製程但高
能效比的定製化算力需求，這是中國
重新定義與改善技術路線的戰略契
機。除推動光刻機、EDA工具等單項
技術突破外，產業政策還需重視應用
層面的系統級架構重構，鼓勵企業面
向新場景、敢於在新架構定義上發
力，助力由應用端而非少數巨頭企業

掌握產品定義權。

按需求反向驅動芯片設計
他指出，國家層面可以考慮設立「應用定義

芯片」（Application Defined Chip）的專項工
程。由航空、電力、電信等行業的需求立項，
明確真實工作場景，反向驅動芯片架構設計。
這是基於中國獨有的市場縱深，換取技術定義
的主動權，後發優勢非常明顯。「政策層面，
中國可以明確推動形成國家標準或行業聯盟標
準，鼓勵開放給中小設計企業使用，有標準，
才有生態，才有規模化應用與普惠。」
「此外，應考慮將合規治理嵌入自主技術底
座，這一點在數字經濟和信息安全領域尤為關
鍵。在芯片與系統軟件的協同創新中，應同步
嵌入合規治理能力，包括硬件可信執行環境的
支持、數據流轉的審計接口、與行業監管體系
對接的標準化框架。這將是提升國產技術體系
不可替代性的關鍵一環，也是將政策紅利轉化
為市場競爭力的重要路徑之一。」劉寧寧說。

中國人民大學重陽金融研究院研究員劉英接受
香港文匯報記者採訪時表示，中國已建立起由技
術攻關、產業鏈協同和財稅扶持組成的政策支持
框架。尤其是中國半導體行業獲得的財政和金融
支持力度屬全球罕見，形成了國家大基金引領、
稅收優惠、地方配套精準、資本市場賦能以及金
融政策創新「五位一體」的支持體系，無論投入
規模、覆蓋面還是力度都處於全球領先水平。

發揮好大灣區協同優勢
劉英指出，國家大基金經過三輪迭代，力度持

續加碼，有效助力了產業協同和技術短板填補。
值得注意的是，財政資金具有「四両撥千斤」的
效果，可撬動萬億級的社會資本共同參與，形成
國家引導、地方配套、社會參與的多元化投融資
格局。而在資本市場，科創板、北交所、創業板
近年來協同發力，對相關併購開通綠色通道，讓
半導體企業融資渠道日益多元化。此外，金融政
策持續創新，通過引入中長期投資、完善併購貸
款政策、知識產權質押融資等工具，持續完善了
半導體行業生態，驅動中國半導體產業從「追趕
者」向「規則制定者」演進。

「香港是國際金融中心，在全球資本市場支持中
國科創方面長期發揮作用。」劉英指出，特區政府
正編制香港首份五年規劃，主動對接國家發展戰
略。而要助力國家發展半導體產業，香港的戰略
定位要從「單一融資平台」向「綜合生態樞紐」
發展，當中包括發力知識產權交易，促進產業生
態整合，建立供應鏈管理和貿易中轉服務中心，
以及吸引國際化人才和打造技術交流平台等。
「另外，要發揮好大灣區的協同優勢，香港聚焦
高附加值環節，專注研發、金融和貿易，內地城
市則承載製造和應用，共同完善產業生態。」

她同時認為，中國政府未來需
要打造更加系統、精準和高效的
產業政策體系。頂層設計要從單
點突破到全鏈條協同，考慮建立
「國家芯片產業戰略委員會」等
機構。政策工具創新要從普惠補
貼到精準滴灌，在財政方面打造
耐心資本供給體系，稅收政策
進一步轉向定向激勵，避免低水平重複建設。另
外，半導體領域的國際規則對接要從「被動應
對」到「主動布局」，包括合規體系建設、國際
標準制定、開放合作策略等。作為標準制定和國
際規則對接平台，香港同樣具有天然優勢。

中國半導體行業「破冰」的背後，國家層面
的產業支持政策多年來走出了一條從規劃

引領到精準扶持，從財稅激勵到基金入場，全
方位發力實現核心技術突破與全產業鏈自主可
控的路徑。2014年，具有里程碑意義的《國家
集成電路產業發展推進綱要》發布，提出到
2030年產業鏈主要環節達國際先進水平，一批
企業進入國際第一梯隊。首次設立國家集成電
路產業投資基金（國家大基金），重點投資芯
片設計、製造、封測等核心環節。次年的《中
國製造2025》戰略文件將集成電路列為重點突破領域，強調提升
國產芯片的應用適配能力。
國家「十五五」規劃則進一步明確，全鏈條推動集成電路等重點領
域關鍵核心技術攻關取得決定性突破，提升高端芯片產業水平。

政府牽頭應用以帶動需求
中國產業發展促進會產業創新集群副秘書長王彬向香港文匯報指
出，目前內地芯片企業平均研發費用率約10%至14%，與國際巨頭還
有一定差距。不過，經歷多年核心環節「卡脖子」後，行業已看清
「造不如買」的問題，依賴他人短期看雖省錢，長期卻致命。相關政
策當前聚焦芯片產業的「能用、敢用、好用」破局：國家層面要求國
產大模型適配國產芯片，率先解決「有沒有人用」的問題。此外，還
建立了「應用容錯機制」，降低試錯成本，讓企業敢把國產芯片放進
關鍵設備。同時，在政府部門牽頭下，內地應用場景正在爆發性大幅
度「擴容」，在政策引導下形成「芯片—操作系統—應用」全棧適
配，解決「用起來不順手」的痛點。

去年設備領域投資倍增
依託國家規劃頂層設計，包括中央財稅優惠及國家級大基金等，疊
加流片補貼、項目落地補助、地方產業基金等地方配套政策，中國逐
漸形成全鏈條產業支持體系。半導體行業研發投入多年穩步提升，創
新資源逐步向設備、材料、AI 芯片等關鍵短板集中。據行業媒體統計
數據，2021年，內地98家半導體上市公司研發總投入376億元（人民
幣，下同），研發超10億的企業僅有10家。到2025年，A股238家半
導體上市公司合計研發費用達1,071億元，投入超過10億元的公司達
到30家，創下歷史新高。此外，根據CINNO Research統計，2025年
中國半導體設備領域投資816.2億元，實現翻倍增長。材料領域投資也
同比大幅增長59.6%，第三代半導體材料成為投資焦點。
「泛半導體產業普遍的感受是政策正在越來越積極，越來越精準有
效。大多數企業的研發積極性和真金白銀投入顯著提升。」億歐合夥
人、億歐網主編劉歡對香港文匯報記者談到，未來行業發展要進一步聚
焦核心環節，讓資金更集中地投向EDA、光刻機、高端材料等「真正的
卡脖子環節」，減少低效重複建設。「短期來說，我們要聚焦成熟製程
全面國產化，推進關鍵設備和關鍵材料取得實質性進展；長期則要形成
完整產業生態，實現引領全球半導體產業創新。」
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專家倡港戰略轉型 建半導體綜合樞紐

國家大基金扶持 強鏈補鏈抗「卡脖子」

多年來中央及地方半導體產業政策要點
中央層面

●2020年發布《新時期促進集成電路產業和軟件
產業高質量發展的若干政策》，覆蓋至「十五五」
階段財稅、投融資、研發、進出口、人才、知識產
權全鏈條，對芯片製造企業實施10年等不同期限
的所得稅減免，減免關鍵設備、原材料進口關稅等
●國家級集成電路產業基金
一期2014年成立，規模1,387 億元：重心支持晶
圓製造，夯實成熟製程產能底座
二期2019年成立，規模2,042億元：70%投向半
導體設備、光刻材料、EDA、存儲、第三代半導體
國產替代，補齊上游短板
三期2024年起後15年內落地3,440 億元：六大國
有銀行大額出資，主攻AI 算力芯片、先進封裝、
車規芯片、高端設備等 「卡脖子」 環節
● 研發稅收激勵
2023年起至2027年集成電路企業研發費用加計扣
除120%，降低研發成本，倒逼企業加碼自研
中央財政對國產半導體設備、新材料、EDA首版次
軟件市場化應用給予風險補償、採購補貼，打通研
發量產落地堵點

地方層面
●各地按芯片流片成本
20% 至 60% 補 助 ，
14nm及以下先進製程
補貼比例更高，單企業
年度補貼 300 萬元至
1,500萬元
●多地對新建晶圓、設
備、材料生產線按投資
額 8%至30%給予財政
補貼
●上海、江蘇、廣東、
安徽、重慶、湖北等多
省市設立百億級省級半
導體基金，地方國資監
督對芯片企業股權投資
●多地對高端芯片人才
實施個稅返還、大額購
房補貼、落戶綠色通
道、家屬配套安置等政
策

綜合資料整理

●中國人民大學
重陽金融研究院
研究員劉英
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●中國產業發
展促進會產業
創新集群副秘
書長王彬

中國芯片產業研發投入逐年增加
年份
2020
2021
2022
2023
2024
2025

單位：人民幣
數據來源：中國半導體行業協會歷年《中國集成電路產業發展年報》，

2025年為行業預估數據

全行業營收
8,848億元
10,458億元
12,037億元
13,250億元
14,700億元
16,020億元

全行業研發投入
1,620億元
2,050億元
2,420億元
2,876億元
3,520億元
4,480億元

全產業整體研發強度
18.31%
19.60%
20.11%
21.71%
23.95%
27.97%


